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Biography 

반도체 패키징 분야에서 36년의 경험을 쌓고 앰코테크놀로지에서 은퇴. 

 

전자공학 전공자로서 반도체 패키징의 다양한 분야에 경력을 가지고 있으며, 설계, 공정, 재료, 

제품 개발과 장비 개발을 비롯한 25년의 패키징 RND 경험과 사업개발 (Business Development) 

경험을 비롯한 기술 마케팅과 고객 Service업무 와 영업을 담당하였으며 앰코코리아의 K1 

공장장도 역임했습니다. 

 

반도체 패키징의 산 증인으로 Legacy 패키징의 기술 뿐만 아니라 Flipchip, WLFO, 2.5D/3D 

Package등의 Advanced packaging기술에도 많은 경험과 지식을 가지고 현재 반도체 패키징 

Consultant로서 일하고 있습니다. 

 

그의 바람은 반도체 패키징 분야에서 인력 양성과 반도체 패키징 분야에 종사하는 기업들에게 

작은 보탬이 되기를 희망하고 있습니다. 

 

Abstract 

데이터 센터와 함께 AI(인공지능) 및 HPC(고성능 컴퓨팅)에 대한 수요가 증가함에 따라 2.5D, 
3D/3.5D, SoW(시스템 온 웨이퍼) 패키지와 같은 첨단 반도체 패키징 기술과 광통신, 유리 



 

인터포저 또는 유리 코어 기판(GCR)과 같은 새로운 솔루션은 시스템 성능을 극대화하고 AI/HPC 
반도체 디바이스 혁신의 다음 물결을 가속화하는 데 매우 중요해졌습니다. 
 
또한, 시스템 수준 혁신을 위한 이기종 통합(HI)은 AI 성장을 가능하게 하고 컴퓨팅 요구 사항을 
극복하며 전력 요구 사항을 해결하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 
 
이번 강의에서는 Advanced Packaging의 기술 동향, 업계 과제뿐만 아니라 하이브리드 본딩, 유리 
기술 및 CPO(Co-Packaged Optics) 와 광소자 기술과 같은 새로운 기술을 소개하려고 합니다. 


